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Leiterplatten fiir autonomes Fahren und High-Speed-
Kommunikation: Die Automobilindustrie arbeitet zurzeit an
entsprechenden Losungen sowie an solchen fiir die Auto-zu-
Auto-Kommunikation. Die Kommunikationsindustrie ist auf
dem Weg zu 5G sowie zu Breitbandnetzwerken mit immer
hoheren Datenraten. Fiir all diese Anwendungen sind speziell
entwickelte Leiterplatten notwendig. Sie sind mechanischer
Tréger der Bauteile, verbinden diese elektrisch und iiberneh-
men auch Funktionen von Antennen und Filtern
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Ein Mikro-Loch-Chip identifiziert und prasen- An flexibler Elektronik wird mittlerweile welt- Fehlerproblematik — Teil 2: Ursachensuche bei
tiert nun einzelne Tumorzellen weit geforscht — hier einige neue Ergebnisse BGAs, Bauteilen und Baugruppen
Nicht smart diskutieren — sondern SMART machen! 1321 Effizientere Grafik-Code-Generierung
fiir Automotive-Applikationen 1354
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Staatliche Lenkung macht

Mikro-Loch-Chip identifiziert chinesische Einkaufslust gefahrlich 1375
und préasentiert einzelne Tumorzellen 1342
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German OLED Technology Alliance gegriindet 1346 im Bereich der Leiterplattenfertigung 1388

1322 PLUS 8/2017



Reflow-Lotanlagen fiir das Internet of Things: In der zukiinftigen Ferti-
gung fiir komplexe Produkte (im Bild eine Embedded-Losung in einer
Leiterplatte) miissen Maschinen, Gerite und Sensoren untereinander
sowie mit internen und weltweiten Informationssystemen vernetzt werden
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Modulare Optionen fiir den Leiterplatten-Nassprozess 1390

Internationale Leiterplattenmesse 2017 in Tokio 1392

Organische Elektronik — flexible Barriermaterialien

erreichen bis 2027 weltweit 3,1 Mrd. Dollar 1410
Kundentag bietet viele Einblicke — positives Resiimee 1413
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Suche und Vermeidung 1427
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Hochste
Qualitdtsstandards fiir

Aerospace & Defense
durch AS9100 Rev C
Zertifizierung

Leiterplattenhersteller aus der Luft- &
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik
setzen ihr Vertrauen auf Ventec’s AS9100

Rev C-akkreditierte Lieferkette fir
hochzuverlassige Basismaterialien und
Prepregs. Von der Herstellung bis zur
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden,
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt.
Ventec - |hr strategischer Partner fir [hre
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact@ventec-europe.com
¥ Follow @VentecLaminates

www.venteclaminates.com
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Nach ,Lean-Management* und ,Lean Manufacturing‘ nun Lean-Lab: Bei
ihm geht es um das Verschlanken und Optimieren von Laborprozessen
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Smart Reflow — Wie fit sind unsere Reflow-Létanlagen
fiir das Internet of Things
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Informationen sprechen Sie uns an!
www.fairtin.de

FAIRTIN von Stannol: Fiir nachhaltigen Zinnabbau unter

Mit FAIRTIN hat Stannol als erster Lotmittelhersteller
eine Serie von fairen Loten und Létdréhten fiir die in-
dustrielle Fertigung entwickelt. Damit ermdglichen wir
unseren Kunden, einen Schritt weiter in Richtung nach-
haltiger und 6kologischer Fertigung zu gehen. Fiir mehr
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